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Abstract 

In the field of electronics where large-capacity and high-speed communication technology and high-accuracy sensing 

technology are advancing, utilization of glass is being studied since glass has high insulation and transparency. In specific, 

glass substrate with through glass via (TGV) is being promoted to support high-speed communication, and plating Cu on 

glass with high adhesion is being demanded for the transparent and pressure resistant glass packaging that supports sensing 

technology. We have researched methods of Cu metallization on glass, and in this report, we plated Cu on different types of 

glass and studied the correlation between glass composition and adhesion strength of Cu film. The glass containing Na2O 

showed weak adhesion and the glass containing Al2O3 showed strong adhesion. The results of this report also suggested that 

the Cu-plated glass substrates were feasible to use for packaging because the adhesion strength of 0.4kN/m or higher is 

enough to withstand the soldering for packaging.  
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1. 緒言

ガラスは，耐温度性，寸法精度，低熱膨張係数，絶縁性，

環境に対する耐久性や低電気損失を有するため，次世代マ

イクロエレクトロニクスの需要に対して有望な材料として

注目されている．5G の到来により，高速演算機能，高周波

信号伝送特性の向上が求められている．光配線では，比較

的近い距離の装置間，ボード間，チップ間の相互接続に光

通信基板を用いることで，従来の電気配線に比べ伝送速度

が向上する．光インターコネクションを用いたデータ伝送

においては，デザインルールが異なる光デバイスとプリン

ト基板を中継するインターポーザを用いた回路デザインが

検討されており 1)，これらの基板材料にガラスを用いるこ

とが検討されている．またガラスは，各種感知センサー部

品などに長年用いられ 2)，さらに SAW フィルタ，LED，水

晶振動子などの表面実装型パッケージとしてもガラスは使

用されている． 

パッケージ基材は，セラミックに比べてガラスを使用す

ることが少ない．これは，パッケージ内に搭載される電子

部品の耐熱温度以下で封止・接合することが困難であった

ためである．すなわち，ガラス上にはんだ実装に耐えられ

る密着を有する金属膜の成膜が成し得ていなかった．我々
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